
• 汽车智能化的发展，座舱域和智能驾驶域对汽车处理器性能的要求越来越高。

• 未来主流的座舱电子功能包括全液晶仪表，三屏是最低配置，五屏甚至六屏都会
出现。本地加云端的NLP自然语音处理、手势控制、疲劳检测、人脸识别、AR
HUD、高精度地图、V2X都将陆续进入座舱系统。所以座舱对运算资源的需求几乎
是无止境，2020年的座舱电子需要50000DMIPS，未来则更多。

• 自动驾驶对处理器的性能要求则更高，地平线总结了主机厂需求：自动驾驶等
级每提高一级，算力就增加一个数量级；L2级别需要2个TFLOPS的算力，L3需要
24个TFLOPS的算力，L4为320TOPS，L5为4000+TOPS。
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· 光有算力还不够，考虑汽车应用的复杂性，汽车处理器还需要同时考虑功耗、算力利用率、是否通过车规和安全
标准等。





· 汽车处理器，又叫汽车计算芯片，包括三种典型产品：ASSP（专用应用标准产品，比如CPU、GPU）、ASIC（专
用芯片）和FPGA。随着人工智能计算的快速发展，传统的CPU、GPU已经开始难以满足越来越多新的需求，在能效
上也处于劣势。而半定制的FPGA和定制型的ASIC开始迎来了高速的发展。



· 总体上讲，FPGA和ASIC也各有优劣，不同阶段不同领域会使用不同的芯片技术。

· 由于智能网联汽车市场对汽车半导体（包括处理器）的巨大需求，吸引了消费电子领域处理器厂商的进入。高通
是进入最快的，820E、855E等产品已经在汽车圈获得足够的影响力。全球前25个顶级主机厂品牌中已有18个品牌
选用高通处理器。三星、联发科、华为甚至苹果都在追随高通的脚步进入汽车半导体领域。

· 除了算力的竞争，工具链也成为处理器厂商竞争的焦点。



· 提供更多的配套工具，让用户采用处理器时更方便快捷高效，成为处理器的核心竞争力之一。

· 英伟达全球副总裁Greg Estes指出：“GPU之上，如果没有软件、没有应用程序，那么没人会买你的GPU”。英
伟达的推动下，其开发者社区人数超过100万，有60万个GPU相关的应用程序。

· 2017年，英伟达发布TensorRT 3 神经网络推理加速器。TensorRT 3能极大改善处理性能，削减从云到边缘设备
（自动驾驶汽车、机器人等）的推理开销。TensorRT 3 是在Volta GPU 实现最优推理性能的关键，比起CPU它能实
现高达40倍的吞吐量，时延在7ms之内。TensorRT对于英伟达GPU的推广至关重要。

· 2019CES上，英伟达并没有发布算力更强的处理器，而是扩展其软件工具包，增强落地能力。英伟达整合了此前
的Drive Autopilot软件、Drive AGX计算平台与DRIVE Works开发工具，将其打包命名为Drive AP2X。DRIVE
AutoPilot负责在地图上准确定位并规划安全高效的行驶路线，Drive Works则为开发人员提供了参考应用程序、工
具和一个全面的模块库。

· 深鉴科技的DNNDK 对标英伟达的 TensorRT。DNNDK提供全自动的压缩与编译工具链等流程的支持，涵盖了神
经网络推理（Inference）阶段从模型压缩、异构编程、编译到部署运行的全流程支持，帮助深度学习算法工程师和
软件开发工程师实现 AI 计算负载的加速。

· 因此，2018年7月，赛灵思投入大约3亿美元，完成对成立两年的深鉴科技的收购，助其推广FPGA。



· 一向封闭的Mobileye，从EyeQ5开始提供SDK工具，SDK的作用除了让车企开发进行神经网络的原型设计和开发
，并将其嵌入EyeQ5之外，还能够访问Mobileye预先训练的网络应用层。

· 2018年7月，英特尔推出了OpenVINO工具包，也主要用于加快高性能计算机视觉和深度学习视觉应用开发。

· 现在全球有超过70家初创公司做AI芯片，但是真正具备强大工具链开发能力的公司并不多。汽车计算芯片的工具
链软件开发上，还需要符合主动安全标准，这是更大的挑战。

· 国内自动驾驶芯片领头羊地平线提供全栈感知软件和全栈工具链。通过把算法、计算构架以及工具链的协同，地
平线使其BPU处理器能够提供比GPU高30倍的性能。



· 传统汽车处理器也面临深度学习处理能力欠缺的挑战，正在通过各种方式补上短板。

· 2019年初，NXP宣布和Kalray合作开发自动驾驶计算平台，双方合作的目的正是弥补NXP的深度学习软肋，
Kalray将提供其MPPA处理器的机器学习性能。Kalray的MPPA提供了一个优化的工具和库，允许深度学习或视觉类
型算法达到最佳性能。

· 瑞萨计划发布的下一代 R-CAR SoC，专为深度学习而生，预计 2020 年开始搭载在 Level 4 自动驾驶汽车上。新
款 SoC 将于 2019 年正式推出样品，其计算性能可达 5 万亿次每秒，功耗只有 1 瓦。Renesas 还通过Autonomy联
盟，完善其处理器的工具链和生态链。
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